Sistema di rilavorazione
BGA/SMT 2300 W

Item No: TO053370599

KEY FEATURES

Sistema di rilavorazione BGA/SMT

Per posizionamento dei componenti con sistema di posizionamento della
fotocamera



DATI TECNICI

Larghezza

Altezza

Lunghezza
Dimensioni Lx L x A
Consumo di aria

Collegamento dell'aria compressa (diametro
esterno)

Accessorio per il collegamento dell'aria compressa
Alimentazione di aria compressa (kPa/bar)

Sicuro ESD

Energia

Consumo di energia

Requisiti di spazio (L x P x A)

Precisione di temperatura riscaldamento superiore
Intervallo di temperatura sottoriscaldamento
Intervallo di temperatura riscaldamento superiore
Collegamento termocoppia

UPC

580.0 mm
680.0 mm
692.0 mm
692.0 x 580.0 x 680.0mm

60 - 100 I/min

6.0mm

Oil free, dry compressed air
400 - 600 kPA / 4 - 6 bar

Si

2300 W

2300 W

1099.8 x 650.2 x 680.7mm
+ 10°C

50 - 400 °C

50 - 400 °C

Type-K

4003019418275



